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Uber MOS

Die MOS Electronic kann bei der Fertigung von gedruckten Schaltungen
auf eine Erfahrung von fast drei Jahrzehnten zurickgreifen. Durch die
Kooperation mit unseren Verbundpartnern in Fernost sind wir in der Lage,
alle Arten von Leiterplatten in jeder Stiickzahl anzubieten.

Vom Prototypen bis zur Grof3serie -
» Alles aus einer Hand «

Bei der Entwicklung von Prototypen werden oft Anforderungen formuliert,
welche erst lange Zeit spater bei Serienfertigung zum Tragen kommen.
Unser Anspruch ,immer einen Schritt voraus® garantiert lhren Projekten
heute schon Technologie von morgen. Nicht umsonst lautet unser Grundsatz:

» Leiterplattentechnik fiir die Zukunft «

Der Qualitatsstandard unserer Produkte ist ein fester Bestandteil unserer
Unternehmensphilosophie. Bereits seit Unternehmensgrindung ist unser
Ziel, die Fertigung auf technologisch hochstem Stand zu halten. Standige
Neuinvestitionen und Produktverbesserungen sind ein wesentlicher Be-
standteil unseres Erfolges.

Permanente Weiterentwicklung und standige Investitionen in neue Techno-
logien sichern uns einen Spitzenplatz am Leiterplattenstandort Deutschland.
Unser hohes Mall an Kompetenz und unsere langjahrige Erfahrung als
Leiterplattenhersteller ermdglichen eine sehr effektive und erfolgreiche Zu-
sammenarbeit mit unseren Verbundpartnern fur mittlere und grofe Serien
in Fernost. Fir unsere meist mittelstdndischen Kunden ergibt sich dadurch
eine einzigartige Ressource in Sachen Leiterplatte.

Der Eildienst

,Der Eildienst fangt beim Angebot an!“
* Produktion ab einem Arbeitstag

* bei HDI und Starrflex Lieferzeit nach Absprache
¢ Produktion in Serienqualitat

* gleiche Prozesse und Maschinen

* gleiche Datenbearbeitung und Archivierung

+ Ubertragbarkeit auf Serie
* Keine Einschrankung bei LP-Ausfiihrung
* Unsere grofRe Starke: Notfallproduktion auch fiir groBere Serien
* Flexibilitat ist fiir uns selbstverstandlich -

fur wichtige Auftrage auch am Wochenende...

Pool Plus

Sie bendtigen preiswerte Muster in Serienqualitat und kiirzester Zeit?
Testen Sie unseren PoolPlus-Service.

++poolplust++poolplus++poolplus++poolplus++poolplus++pool-
plust+poolplus++poolplus++poolplus++poolplus++poolplus++

poolplus++poolplus++poolplus++poolplus++poolplus++poolplus
++poolplus++poolplus++poolplus++poolplus++poolplus++pool-
plus++poolplust++poolplus++poolplus++poolplus++poolplus++

SCHNELL * PREISWERT « SERIENQUALITAT

w " Interesse geweckt? Fordern Sie noch heute unseren PoolPlus-Flyer an.
Email: poolplus@mos-electronic.de oder telefonisch bei Herrn Jens
Rosen unter Tel. (+49) 0 70 55 - 92 99 -33.
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Ausfiihrungen Service und Beratung

* Einseitig bis 28 Lagen (Dicke 6 mm max.) Technologische Beratung

« HDI- und SBU-Multilayer (4 + Kern + 4 max.) Impedanzberechnungen und Lagenaufbauvorschlage

 Blind, Buried und Microvias Unterstlitzung bei der Entwicklung neuer Produkte

« Stacked Vias

Erarbeitung von Alternativiésungen und Weiterentwicklung zur Produkt-
stabilitat
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* Hochfrequenz— und impedanzkontrollierte Leiterplatten

. . * Nutzung von Synergieeffekten
» Halogenfreie Leiterplatten

. . DFM (Design For Manufacturing)
* Dickkupfer bis 400um

* Einpresstechnik

* Aluminiumbasierte Leiterplatten

* Flex / Starrflex (auch HDI) FOrmate

* Via Hole Plugging und Copper Hole Filling

Standardformat fiir einseitige und doppelseitige Leiterplatten:
580 x 427 mm? (nutzbare Flache)
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» Verschiedenfarbige Lotstopplacke

* RoHS-Konformitat und UL-Listung

Standardformat fir Multilayer:
570 x 417 mm? (nutzbare Fléache)

» Sonderanwendungen nach Kundenwunsch

Standardformat fur SBU-Multilayer:
540 x 370 mm? (nutzbare Fléache)

e =i
A N N T TR E R L

Sondergrofien auf Anfrage

|
? Unsere Produkte werden nach IPC A600G Klasse 2 (alternativ

Klasse 3) gefertigt. 5



« Oberflachenwiderstand
Verlustwinkel
» Spannungsfestigkeit

Mechanische Eigenschaften:
+ Elastizitat

* Biegefestigkeit

* Elastizitat

< - - - Im Folgenden méchten wir Ihnen die in unserem Hause verwendeten Stan- <
1) Bas'sma ter’allen dardmaterialien vorstellen. Bitte beachten Sie: Das Basismaterial FR-4-86 &)
E UV Block (Nan Ya) verwenden wir nur fir einseitige und zweiseitige Lei- E
': Unterschiedliche Anwendungen erfordern unterschiedliche Basismaterialien. ter[_)lat_ten."AIIe Zur Anwepdung kommenden Standardmaterialien sind flr ':
. i bleifreie LOotprozesse geeignet.
8 Im Hause MOS werden folgende Materialtypen verwendet: ‘8
(1] * FR4 bis TG 170 (1]
E + Materialien fir Hochfrequenzanwendungen (z.B. Rogers) Basismaterial (FR4) FR-B4I-86kUV 1S400 3;:5\(5&'1: E
_‘2 * Halogenfreie Materialien ole _(2
v - Polyimid Fiillstoff nicht gefll anorganlscher anorganlscher v
(1] . Teflon Fillstoff Fullstoff (1]
Q * Aluminiumbasierte Materialien SEEllE A 140°C 150°C 150°C Q
. temperatur (TG)
» Sondermaterialien nach Kundenwunsch Delaminationszeit
bei 260°C 15-25 min. > 60 min. > 60 min.
Basismaterialien werden durch thermische, elektrische und mechanische DB 2.5 min. > 5 min. > 20 min.
Eigenschaften klassifiziert: bei 288°C
Thermische o o o
Thermische Eigenschaften: Zersetzung (TD) ca. 320°C ca. 330°C ca. 350°C
+ Glaslbergangstemperatur (TG) Ausdehnung in 50 - 70
. - 70 ppm/K 40-45 ppm/K 40-60 ppm/K
- Delaminationszeit (bei 260°C und 288°C) Z-Richtung (vor TG)
« Ausdehnungsverhalten (CTE in x, y, und z) Dielektrizitatskons- 47 4.8-51 4.45-4,7
e tante (Er) bei 1MHz
+ Bestandigkeit bei Zyklentests :
yerlustfaktor bel 0,02 0,013-0,018 | 0,019-0,02
Elektrische Eigenschaften: z
« Dielektrizitatskonstante (Er) CAF-Resistenz ja ja ja
« Kriechstromfestigkeit (CTI) RoHS-konform ja ja ja
* CAF-Resistenz UL-Listung ja ja ja

8>

Pl

vL/- Nan Ya-Materialien erfreuen sich auch auf dem asiatischen Markt
groRer Beliebtheit. Bei Serienfertigung im MOS-Verbund kann auf

w. ™ Sie haben Fragen zum Thema Basismaterial?
diese Materialien zurlickgegriffen werden. 7

6 Unser Technologie-Team berat Sie gerne (siehe Seite 24/25).
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Lagenaufbauten

Die Eigenschaften einer Leiterplatte werden nicht zuletzt durch ihren Lagen-
aufbau bestimmt. Der Lagenaufbau nimmt bspw. Einfluss auf die Impedan-
zen. Im Folgenden sind die im Hause MOS verwendeten Prepreg-Typen
aufgelistet:

* 106

+ 1080
+ 2116
. 7628

Die min. Kerndicke betragt 75um. Es sind Gesamtdicken von 0,2 mm bis
6,0 mm moglich.

|/
p’: Um méglichen Verwindungen und Verwoélbungen entgegenzuwirken

empfehlen wir die Verwendung von symmetrischen Lagenaufbauten.

Impedanzpriifung

Die an der Leiterplatte anliegenden Impedanzen werden hauptsachlich
durch das Leiterplattenlayout, den Lagenaufbau sowie der Dielektrizitats-
konstante der verwendeten Materialien bestimmt. Mit Hilfe eines Kalku-
lationssystems (POLAR) werden die Impedanzdefinitionen des Kunden
generell auf ihre Machbarkeit in Abhangigkeit zu den tbrigen Rahmenbe-
dingungen gepruft und ggf. LOsungsvorschlage erarbeitet. Die Toleranzen
werden Ublicherweise mit einer Toleranz von +/-10% gepruift. Auf Anfrage
sind jedoch auch Toleranzen bis zu +/-5% mdglich.

L/ Ein Faktor, der zu unerwiinschten Abweichungen der Impedanzen
~ flihren kann, sind aufmetallisierte Kupferschichten (z.B. auf den Aufken-
lagen), da diese UnregelmaRigkeiten beziglich ihrer Schichtdicke
aufweisen kénnen. Wir empfehlen, impedanzgefiihrte Leiterbahnen

auf nicht aufzumetallisierende Innenlagen unterzubringen.

W Sie haben Fragen zum Thema Lagenaufbauten oder Impedanzprifung?
Unser Technologie-Team berat Sie gerne (siehe Seite 24/25). Gerne
erstellen wir lhnen einen individuellen Lagenaufbauvorschlag.

Impedanzmodelle

In der Praxis kommen je nach Anforderung verschiedene Impedanzberech-
nungsmodelle zur Anwendung. Im Folgenden méchten wir Ihnen vier haufig
verwendete Modelle vorstellen:

Coated Microstrip:
Vereinzelt impedanzgeflhrte Leiterbahnen auf den AuRenlagen.

Ausschlaggebende Faktoren:
- Abstand zur Bezugsflache (H1)
- Leiterbahnbreite (W1)

- Dielektrizitatskonstante ( Er)
der verwendeten Materialien

Edge Coupled Coated Microstrip:
Paarweise impedanzgefiihrte Leiterbahnen auf den Auf3enlagen.

Ausschlaggebende Faktoren:
Abstand zur Bezugsflache ( H1)
Leiterbahnbreite ( W1 )
Leiterbahnabstand ( C3)

Dielektrizitatskonstante ( Er )
der verwendeten Materialien

Offset Stripline
Vereinzelt impedanzgefuhrte Leiterbahnen auf den Innenlagen mit zwei
Bezugsflachen.

Ausschlaggebende Faktoren:

- Abstand zu den Bezugsflachen
(H1und H2)

- Leiterbahnbreiten ( W1 und W2)

- Dielektrizitatskonstante ( Er)
der verwendeten Materialien
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Edge Coupled Offset Stripline
Paarweise impedanzgefiihrte Leiterbahnen auf den Innenlagen mit zwei
Bezugsflachen.

Ausschlaggebende Faktoren:

- Abstand zu den Bezugsflachen
(H1und H2)

- Leiterbahnbreiten ( W1 und W2 )

- Leiterbahnabstand ( S1)

- Dielektrizitatskonstante ( Er)
der verwendeten Materialien

Messung eines Impedanzsignals:
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w. " Sie haben Fragen zum Thema Lagenaufbauten oder Impedanzprifung?
4/ Unser Technologie-Team berat Sie gerne (siehe Seite 24/25). Gerne
erstellen wir Ihnen einen individuellen Lagenaufbauvorschlag.

Beispiel fiir einen Lagenaufbau mit
Impedanzgefiihrten Leiterbahnen
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Design Rules: AuBBenlagen

Min. Kupferdicke (Basis- + galv. Kupfer) 32um

Max. Kupferdicke (Basis- + galv. Kupfer) | 400um

Toleranz Bahnbreite +/-10%

20um/ | Weitere auf

Min. Lochkupfer 25um Anfrage

BGA-Pad (Durchmesser) 0,3mm

BGA-Pad Pitch (eine Bahn zw. Pad/Pad) | 0,5mm

BGA-Pad Pitch (zwei Bahnen zw. Pad/Pad) | 0,65mm

a | Min. Bahnbreite 70um Muster bis 50um
b | Min. Bahnabstand 70um Muster bis 50um
¢ | Bahn Pitch 140pm | Muster bis 100um
d | Abstand Bahn / Bahn 70um Muster bis 50pum
e | Abstand Bahn / Via-Pad 70um Muster bis 50um
f | Abstand Bahn / Masseflache 70um Muster bis 50um
g | Abstand Bahn / BGA-Pad 70um Muster bis 50pum
h | Abstand Via-Pad / Via-Pad 70um Muster bis 50um
i | Abstand Via-Pad / Masseflache 70um Muster bis 50um
j | Abstand Via-Pad / BGA-Pad 70um Muster bis 50um
k | Abstand Masseflache / Masseflache 70um

Leiterbahn: ‘é.\
2N
O O @
NDK- DK- BGA-
Bohrung Bohrung PAD

sl

!~ Bitte beachten Sie: Die aufgefiihrten Design Rules sind unsere gangigen

~ min./max. Werte (bei 18um Basiskupfer). Mit zunehmender Kupferdicke
oder Verwendung bspw. spezieller Materialien wird die Machbarkeit der
angegebenen Werte eingeschrankt. Fur eine endgliltige Machbarkeits-

bewertung ist die Prifung der Fertigungsunterlagen erforderlich.

- . 2]
Design Rules: Innenlagen o
S
Innenlagen Kommentar m
Min. Kerndicke 75um g’
Min. Kupferkaschierung 12um —
Max. Kupferkaschierung 210um 8
Toleranz Bahnbreite +/-10% Q
a | Min. Bahnbreite 70um Muster bis 50um
b | Min. Bahnabstand 70um Muster bis 50um
¢ | Bahn Pitch 140pm | Muster bis 100um
d | Abstand Bahn / Bahn 70um Muster bis 50um
e | Abstand Bahn / Via-Pad 70um Muster bis 50um
f | Abstand Bahn / Masseflache 70um Muster bis 50um
g | Abstand Via-Pad / Via-Pad 70um Muster bis 50um
h | Abstand Via-Pad / Masseflache 70um Muster bis 50um
i | Abstand Masseflache / Masseflache 70um Muster bis 50um

Leiterbahn: ‘&.\

‘\49.\‘
—t

O O

NDK- DK-
Bohrung Bohrung

w. " Sie haben Fragen zu unseren Design Rules?
Unser CAM-Team berat Sie gerne (siehe Seite 24/25). 1 3



7
o
—
S
o
S
2
)
o
Q

14

Design Rules:
Bohrungen und Microvias

Bohrungen

(Laser und mechanisch) Nlechi St

a | Min. Lochdurchmesser (dk) Bohr-@ 0,2mm / End-& 0,15mm
b | Min. Via-Pad (dk) Bohr-@ +0,1mm / End-@ +0,25mm
¢ | Min. Lochdurchmesser Buried Via (dk) | Bohr-& 0,2mm / End-@ 0,15mm
d | Min. Via-Pad bei Buried Vias (dk) Bohr-@ +0,1mm / End-@ +0,25mm
e | Min. Abstand Via / Via (dk) 0,30mm

f | Min. Abstand Loch / Loch (ndk) 0,15mm

g | Min. Abstand Via (dk) / Leiterbild 0,20mm

h | Min. Abstand Via (dk) / LP-Kante 0,30mm

h | Min. Abstand Loch (ndk) / LP-Kante 0,30mm

Min. Durchmesser Microvia (Lage 1-2) | Bohr-& 0,1mm / End-& 0,075mm
Min. Via-Pad Microvia (Lage 1-2) Bohr-@ +0,1mm / End-@ +0,2mm

e e

T O o
NDK- DK-
Bohrung Bohrung

—

Ansicht eines
Schliffbildes

L/ Bitte beachten Sie: Die aufgefuhrten Design Rules sind unsere gangigen

min./max. Werte (bei 18um Basiskupfer). Mit zunehmender Kupferdicke
oder Verwendung bspw. spezieller Materialien wird die Machbarkeit der
angegebenen Werte eingeschrankt. Flr eine endgultige Machbarkeits-
bewertung ist die Priifung der Fertigungsunterlagen erforderlich.

Design Rules:
HDI / SBU Design

HDI / SBU Design Machbarkeit

Max. sequenzielle Aufbauten 4 +Kern +4
PP106 (ca. 50um)
Bohr-@ 0,1mm / End-@ 0,075mm

Min. Prepregstarke fir sequen. Aufbau

Min. Durchmesser Microvia

Max. Aspect Ratio Microvia 1:0,5
a | Innenliegende Microvias ja
b | Stacked Via auf Durchgangsbohrung ja
¢ | Stacked Via auf Microvia ja
d | Copper Hole Filling fur Microvias ja
d | Via Hole Plugging flr Microvias ja
e | PID ja
f | Microvia Lage 1-2 .

(PP2116 / ~100pm max.) ja
g | Microvia Lage 1-3 ja

(PP1080 / ~75pm max.)

Ansicht eines
Schliffbildes

Sie haben Fragen zu unseren Design Rules?
Unser CAM-Team berat Sie gerne (siehe Seite 24/25).

Design Rules

15



k@ Design Rules: Design Rules: Mechanik o
S S i S
& Lacke und Siebdrucke @
c Min. Toleranz Bohrlochdurchmesser +/-25um c
.9 Lotstopplack / Bestiickungsdruck Machbarkeit Min. Toleranz Endlochdurchmesser +/-50um 9
) Min. Dicke Lotstopplack 25um Min. Toleranz Frasen +/-50um g
8 Min. Kantenabdeckung Lotstopplack 8um a | Ritzwinkel (V-Cut) 30° Q

a | Min. Offnung Létstopplack / BGA-Pad 50um Registriertoleranz V-Cut / Leiterbild +/-100pum

b | Min. Offnung Létstopplack / SMD-Pad 50um b | Max. Pos.-Toleranz obere / untere Ritzung +/-50um

¢ | Min. Reststeg Lotstopplack 75um ¢ | Min. Tol. Reststeg bei LP-Dicke bis 1,2mm +0,10/-0,05mm

d | Min. Offnung Lotstoppmaske Pad + 100pum ¢ | Min. Tol. Reststeg bei LP-Dicke ab 1,2mm +0,15/-0,05mm

e | Min. Strichstarke fur Schrift im LSL 100um d | Min. Abstand Sprungritzen (mit Stichel) 0,3mm

g | Min. Strichstarke Bestiickungsdruck 100um d | Min. Abstand Sprungritzen (mit Ritzfraser) 15mm

h | Min. Registriertoleranz BD / Leiterbild 100um Auslauf Ritzfraser (Abhanig von Ritztiefe) ~7mm

i | Min. Registriertoleranz BD / NDK-Bohrung 125um e | Toleranz LP Dicke i.d.R. +/-10%

Registrierung Zcfgitstlle E
Reststeg Bestiickungs- :
Létstopplack  druck R 1 O O u u

Ritzen / V-Cut

—|

Registriertoleranzen Standard Grenzwerte

DK-Bohrung zu Leiterbild +/-100um +/-50um

NDK-Bohrung zu Leiterbild +/-150um +/-100um Sprungritzen
Frasen zu Leiterbild +/-150um +/-100um

Lotstopplack zu Leiterbild +/-100um +/-50um

Bestlickungsdruck zu Leiterbild +/-200um +/-100um

Siebdrucke zu Leiterbild +/-200um +/-150um

L/ Bitte beachten Sie: Die aufgefiihrten Design Rules sind unsere gangigen
~ min./max. Werte (bei 18um Basiskupfer). Mit zunehmender Kupferdicke
oder Verwendung bspw. spezieller Materialien wird die Machbarkeit der
angegebenen Werte eingeschrankt. Fir eine endgliltige Machbarkeits- Sie haben Fragen zu unseren Design Rules?
1 6 bewertung ist die Priifung der Fertigungsunterlagen erforderlich. Unser CAM-Team berat Sie gerne (siehe Seite 24/25). 1 7
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Lotstopplacke

Standardmafig verwenden wir die Lotstopplacke Petfers Elpemer 2467
und Carapace EMP110 von Electra. Die Lacke werden in einem Sprayver-
fahren aufgebracht. Verschiedene Farben sind mdglich, es kénnen auch
mehrfarbige Leiterplatten hergestellt werden. Die Lacke kdnnen wie folgt
charakterisiert werden:

 Fotostrukturierbar

* Hochste Auflésung (bis zu 50um)

» Wassrig-alkalisch entwickelbar

* TWT-Zyklenbestandigkeit (Temperaturwechseltest)

» Sehr gute Besténdigkeit in galvanischen und chemischen Badern
» Kompatibel mit bleifreien Lotprozessen

* Hervorragende Kantenabdeckung

* RoHS-Konformitat und UL-Listung

» Erfullt IPC-SM-840 C, Klasse Hund T

— :
PETERS = ‘B ELECTRA
Lotstopplack Elpemer 2467 EMP110
Temperaturschock Klasse Hund T Klasse H
Durchschlagfestigkeit 160 - 190 kV/mm 134 kV/mm
Dielektrizitatskonstante (Er) bei 1MHz 3,7 4

™" Sie haben Fragen zum Thema Létstopplack?
Unser Technologie-Team berat Sie gerne (siehe Seite 24/25).

Lacke / Drucke /
Beschichtungen

» Verschiedenfarbige Lotstopplacke
(Standard: Peters Elpemer 2467 / Electra Carapace EMP110)
* Bestlickungsdruck
+ Servicedrucke
 Lotabdecklack
« Karbondruck
* Via-Fulldruck
* Flux-Stop-Lack
« Silberleitlack
* Heatsink-Lack
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Endoberflachen / Chemisch Nickel/Palladium/Gold

 Schichtdicke Palladium 0,1-0,5um

vel" edel un ge n « L&t- und bondfahig

« TS/ US drahtbondfahig
» Grolies Prozessfenster

HAL bleifrei (HeiBluftverzinnung) + Gute Lagerfahigkeit
 Lotbad: HAL-Sn99Ag+ * Planare Oberflache
« Schichtdicke 1-30pm * Hohe Kosten

* Gute Loteigenschaften

» Lange Lagerfahigkeit (>12 Monate)
* Nicht geeignet fir feinste Strukturen
+ Keine Bondfahigkeit

» Schlechte Planaritat

Organische Kupferpassivierung (OSP/Entek)

* Hohe Planaritat

« Gute Lagerfahigkeit

» Kostenglinstig

* Hohe Prozesstemperaturen
Nicht Bondféhig

Chemisch Zinn
* Prozess: Atotech (Standard) und Ormecon mdglich HAL bleihaltig
* Min. Schichtdicke 1,0um

» Gute Loteigenschaften

Planare Oberflache

» Eingeengtes Prozessfenster bei Lotprozessen
» Eingeschrankte Lagerfahigkeit

 Schichtdicke 1-30pum

» Gute Loéteigenschaften

» Niedrige Prozesstemperaturen

» Gute Lagerfahigkeit

 Nicht geeignet fur feinste Strukturen
Chemisch Silber * Nicht bondfahig

- Schichtdicke 0,15-0,3um » Keine RoHS-Konformitat

» Schlechte Planaritat
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» Gute Loteigenschaften

+ Bondfahig

Planare Oberflache

Niedrige Verarbeitungstemperatur (ca. 50°C)
Luftdichte Lagerung erforderlich

Weitere Oberflachen:

+ Galvanisch Gold (z.B. Steckergold)
» Galvanisch Nickel

+ Galvanisch Silber

Chemisch Nickel/Gold * Lotlacke

» Schichtdicke 3-5um Ni, 0,05-0,2um Au (Léten und US Al-Drahtbonden) * Reduktivgold

+ Schichtdicke 3-5um Ni, 0,3-0,7um Au (L&éten und TS Au-Golddrahtbonden)

* Gute Lotfahigkeit und Bondeigenschaften

» Gute Lagerfahigkeit

* Hohe Prozesstemperaturen

w " Sie haben Fragen zum Thema Oberflachen?
20 Unser Technologie-Team berat Sie gerne (siehe Seite 24/25). 21
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Via Hole Plugging

Aufgrund immer hoherer Verbindungsdichte stellt das sogenannte Via Hole
Plugging einen Schliisselprozess in der SBU-Technologie dar. Es kénnen
sowohl Sacklochbohrungen als auch Durchgangsbohrungen luftblasenfrei
verschlossen werden (auch sequentiell / partiell). Optional kdnnen die ver-
schlossenen Bohrungen Ubermetallisiert werden. Es sind Lochdurchmes-
ser von 0,15 mm - 10 mm moglich (Aspect Ratio > 1:8).

Anwendungen:

Pluggen und Ubermetallisieren der auRenliegenden Durchkontaktierungen
(Via-In-Pad-Technologie)

Diese Anwendung erméglicht, Vias direkt auf einem Pad zu platzieren. Durch
das Pluggen werden bspw. Lufteinschlisse verhindert. Auch fur Sackloch-
bohrungen anwendbar (alternativ: Copper Hole Filling). Kupferstarke in der
Hulse: 15um min. (Standard). Kupferdeckel: 10um min. (Standard, ggf.
muss die Basiskupferstarke reduziert werden).

Basis-
Material

nichtgefillte
DK-Bohrung

Pluggen von innenliegenden Bohrungen (Buried Vias)

Ungefillte innenliegende Vias kénnen bspw. Einsenkungen auf den Au-
Renlagen oder Lufteinschlisse verursachen. Dies kann durch Pluggen der
Buried Vias verhindert werden.

]
Prepreg

1

1
Prepreg

Pluggen und Ubermetallisieren der innenliegenden Bohrungen (Buried Vias)
Durch die Metallisierung kénnen Blind Vias ,aufgesetzt® werden (Stacked Vias).

aufgesetztes
Blincli Via

Prepreg

1
aufgesetztes
Blind Via

Fir das Via Hole Plugging wird eine weilte Plugging-Paste aus dem Hause
Peters verwendet (PP 2795). Die Eigenschaften sind wie folgt:

» Gute Haftung zwischen Kupfer und Paste auch unter Temperatureinflissen
» Gute Haftung von Kupfer, Dielektrika und Fotoresist

» Keine Lufteinschliisse in der Paste

* TG > 140°C

* CTE < 50 ppm (unterhalb TG)

* Kein Schrumpfverhalten beim Harten

+ Loétbadbestandigkeit nach IPC-SM-840 C

* UL-Listung, RoHS-Konformitat

Copper Hole Filling

Neben dem Via Hole Plugging bieten wir kupfergefiillte Blind Vias an. Cop-
per Hole Filling ist fiir Lochdurchmesser von 70u bis 150um (Microvias,
Aspect Ratio 1:1 max.) moglich. Vorteile gegeniiber dem Via Hole Plugging
sind:

+ Hohere Stabilitat

» Keine mechanische Beanspruchung der Oberflache (Kein Schleifprozess)

+ Kupferschicht in der Hilse > 25um, da lediglich ein Metallisierungs-
prozess notwendig

Hoherer TG (TG ist abhangig vom verwendeten Basismaterial)

w " Sie haben Fragen zum Thema Via Hole Plugging oder Copper Hole Filling?
Unser Technologie-Team berat Sie gerne (siehe Seite 24/25).

()]
=
Y
2
O
X
.
o
Q
Q
O
o

23



)
"
s

@
~—

c

®)
X

24

Geschiftsleitung:

Herr Horst Schmalstieg
Geschéaftsfihrer

Tel: (+49) 0 70 55 - 92 99 -60
horst.schmalstieg@mos-electronic.de

Herr Reinhard Rosen
Geschaftsflihrer

Tel: (+49) 0 70 55 - 92 99 -20
reinhard.rosen@mos-electronic.de

Frau Margrit Schmalstieg
Geschéftsfihrerin

Tel: (+49) 0 70 55 - 92 99 -19
margrit.schmalstieg@mos-electronic.de

Herr Jiirgen Bauer
Prokurist

Tel: (+49) 0 70 55 - 92 99 -10
bauer@mos-electronic.de

Herr Jens Rosen
Vertriebsleitung

Tel: (+49) 0 70 55 - 92 99 -33
jr@mos-electronic.de

\

Support / Logistik Handelsware

Tel: (+49) 0 70 55 - 92 99 -34
support@mos-electronic.de

Herr Michael Klingler
Fertigung / Technologie

Tel: (+49) 0 70 55 - 92 99 -66

michael.klingler@mos-electronic.de

Technologische Beratung / Fertigungsleitung:

Herr Matthias Klingler
Fertigung / Technologie

Tel: (+49) 0 70 55 - 92 99 -55
matthias.klingler@maos-electronic.de

Arbeitsvorbereitung:

| P

Fru abi Walz Herr Klaus Holdermann

Arbeitsvorbereitung CAM / Daten
Tel: (+49) 0 70 55 - 92 99 -35 Tel: (+49) 0 70 55 - 92 99 -38
av@mos-electronic.de cam@mos-electronic.de

Qualitatssicherung / Buchhaltung / Einkauf:

Frau Sibylle Klingler Frau Elke Lorcher
Qualitatssicherung Buchhaltung / Einkauf
Tel: (+49) 0 70 55 - 92 99 -13 Tel: (+49) 0 70 55 - 92 99 -12
klingler@mos-electronic.de loercher@maos-electronic.de

Vertretungen:

Rainer Staub, Staub Industrievertretungen GmbH, Obere Torstralle 6, 72108 Rottenburg
Tel: (+49) 0 74 57 - 69 72 52, Fax: (+49) 0 74 57 - 32 92, Mobil: (+49) 0160 - 36 55 056
rainer@staub-gmbh.de

Karl-Friedrich Kempf, Industrievertretungen, WaldstraRe 56, 77933 Lahr
Tel: (+49) 0 78 21 - 98 33 26, Fax: (+49) 0 78 21 - 98 33 27, Mobil: (+49) 0175 - 16 39 464
info@kempf-industrie.de

Jochen Summ, PS electronic Industrievertretung, Reuteweg 14, 78733 Aichhalden
Tel: (+49) 0 74 22 - 53 584, Fax: (+49) 0 74 22 - 53 585, Mobil: (+49) 0172 - 82 59 291
JochenSumm@t-online.de

Hartmut Beitinger, HVB Handelsvertretung Beitinger, Morikestrasse 5, 74254 Offenau
Tel: (+49) 0 71 36 - 96 27 880, Mobil: (+49) 0172 - 95 49 683
hartmut@beitinger.biz

A. Arnold Electronic, Vertretungs- und Vertriebs GmbH, Am Kesseborn 10, 59427 Unna
Tel: (+49) 0 23 03 - 40 397, Fax: (+49) 0 23 03 - 40 391
arnold-electronic-gmbh@t-online.de

CEE SA, SC C.E.E.S.R.L., B-dul Industriei nr. 4, 300714 Timisoara, ROMANIA
cee@mail.rdstm.ro (Kontakt iber MOS)
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